Dell EMC PowerEdge XR11
Teknik Ozellikler

Resmi Tip: E72S001




Notlar, dikkat edilecek noktalar ve uyarilar

®| NOT: NOT, Urtininlzt daha iyi kullanmaniza yardimei olacak énemli bilgiler saglar.
DiKKAT, donanim hasari veya veri kaybi olasiligini gésterir ve sorunu nasil 6nleyeceginizi bildirir.

A| UYARI: UYARI, miilk hasari, kisisel yaralanma veya 6liim potansiyeline isaret eder.

© 2021 Dell Inc. veya yan kuruluslari. Tim haklari saklidir. Dell, EMC ve diger ticari markalar, Dell Inc. veya bagl kuruluglarinin ticari markalaridir. Diger ticari
markalar ilgili sahiplerinin ticari markalari olabilir.
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Bu bdlumde sisteminizin teknik ve gevresel 6zelliklerine deginilmistir.
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Rakam 1. Kasa boyutlari
Tablo 1. Kasa boyutlari
Siriciiler Xa Xb Y Za Zb Zc
Arkadan Erigilen 482,6 mm (19 ing) 434,0 mm (17 42,8 mm (1,68 |31 mm (1,22 in¢) | 400 mm (15,74 | 432 mm (17
yapilandirmali 4 x ing) ing) Cercevesiz ing) ing)
2.5 ing stirtcd 45,0 mm (1,77 | Kulaktak arka Kulaktan arka
ing) Cerceveli duvara duvarin en dis
kismina

Teknik 6zellikler
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Tablo 1. Kasa boyutlari (devami)

2,5 ing strtcu

Cerceve
desteklenmez

Kulaktak arka
duvara

Siriciiler Xa Xb Y Za Zb Zc
Onden Erigilen 482,6 mm (19 ing) 4340 mm (17 1428 mm (1,68 |63 mm (2,48 400 mm (15,74 [ 408 mm (16,06
yapilandirmali 4 x ing) ing) in¢g) Cergevesiz |ing) inc)

Sistem agirhgi

Tablo 2. PowerEdge XR11 sisteminin agirhg:

Sistem yapilandirmasi

ile)

Maksimum agirlik (tiim siiriiciiler/SSD'ler/raylar/cerceve

Arkadan Erigilen yapilandirmali 4 x 2,5 in¢ sistem

13,8 kg (30,5 libre)

Onden Erisilen yapilandirmali 4 x 2,5 ing sistem

13,6 kg (29,9 libre)

Islemci 6zellikleri

Tablo 3. PowerEdge XR11 islemci teknik 6zellikleri

Desteklenen islemci

Desteklenen islemci sayisi

36 gekirdege kadar 3. Nesil Olceklenebilir Intel Xeon iglemci

Bir

PSU teknik ozellikleri

PowerEdge XR11 sistem iki adede kadar AC veya DC gug kaynag tnitesini (PSU) destekler.

Tablo 4. PSU teknik 6zellikleri

PSU Sinif Isi dagitimi | Frekans Gerilim AC DC Akim
(maksimum
Yiiksek Diisiik hat
hat 200- |100-120V
240V
1400 W Platinum 5459 BTU/ | 50/60 Hz 100-240 V 1400 W 1050 W Yok 12 A-8A
Karisik Mod saat AC, otomatik
aralikli
Yok 5459 BTU/ | Yok 240V DC Yok Yok 1400 W 6,6 A
saat
100 W Yok 4266 Yok -48-(-60) V Yok Yok 1100 W 27 A
BTU/sa DC, otomatik
aralikh
800 W Platinum 3139 BTU/ 50/60 Hz 100-240 V 800 W 800 W Yok 92A-4,7A
Karma Mod saat AC, otomatik
aralikli
Yok 3139 BTU/ | Yok 240 vV DC Yok Yok 800 W 3.8 A
saat

®| NOT: Ayrica bu sistem fazdan faza gerilimi 240 V degerini gegmeyen BT glg sistemlerine baglanacak sekilde tasarlanmistir.

®| NOT: Isi dagitimi PSU’'nun Watt degeriyle hesaplanir.
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NOT: Sistem yapilandirmanizi segerken veya yukseltirken, en iyi gi¢ kullanimini saglamak igin sistem gui¢ tiketimini Dell.com/ESSA
adresinde bulunan Dell Enterprise Infrastructure Planning Tool (Dell Kurumsal Altyapi Planlama Aract) ile dogrulayin.

Desteklenen isletim sistemleri

PowerEdge XR11 sistem asagidaki igletim sistemlerini destekler:

Canonical Ubuntu Server LTS

Citrix Hypervisor

Microsoft Windows Server + Hyper-V
Red Hat Enterprise Linux

SUSE Linux Enterprise Server
VMware ESXi

RHEL Gergek Zamanli

Daha fazla bilgi icin www.dell.com/ossupport adresine gidin.

Sogutma fani ozellikleri

PowerEdge XR11 sistem alti adet Cok Yuksek Performansli fani destekler ve alti fanin da takili olmasini gerektirir.

®| NOT: Fan destegi yapilandirmasi veya matrisi hakkinda daha fazla bilgi igin bkz. Termal kisitlama matrisi.

Sistem pili 6zellikleri

PowerEdge XR11 sistem, CR 2032 3,0 V lityum dugme pil destekler.

Genisletme karti yukselticisi teknik 6zellikleri

PowerEdge XR11 sistem en fazla U¢ adet PCl express (PCle) Gen 4 genisletme kartini destekler.

Tablo 5. Sistem kartinda desteklenen genisletme karti yuvalari

PCle yuvasi Yikselticiler PCle yuvasi yiiksekligi PCle yuvasi uzunlugu PCle yuvasi genisligi
Yuva 1 YUkseltici 1B* Disuk Profil Yarm Uzunluk x8
Yuva 1 Ylkseltici 1A* * Dusuk Profil Yarim Uzunluk x16
Yuva 2 Yikseltici 2 Tam yukseklik Yarim uzunluk x16
Yuva 3 Yikseltici 3 Tam yukseklik Yarim uzunluk x16

®| NOT: * Yikseltici 1B'deki PCle konnektdrinin mekanik olarak bir X16 yuvasinda oldugunu gdsterir.

®| NOT: ** Y{kseltici 1A'nin yalnizca Onden Erisilen yapilandirmada desteklendigini gésterir.

Sisteminize Dell tarafindan onaylanmamis ve test edilmemis GPU'lar, ag kartlari veya diger PCle aygitlari

takmayin. Yetkisiz ve gecersiz kilinan donanim yiiklemesinin neden oldugu hasar sistem garantisini bos ve gecersiz kilar.

Al UYARI: Tiketici Sinifi GPU, Enterprise Server iiriinlerine takilmamali ve bunlarda kullaniimamaldir.

Bellek ozellikleri

PowerEdge XR11 sistem en iyi duruma getirilmis ¢alisma igin asagidaki bellek 6zelliklerini destekler:

Teknik 6zellikler
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Tablo 6. Bellek 6zellikleri

Tek islemci
DIMM tipi DIMM derecesi DIMM kapasitesi
Minimum RAM Maksimum RAM
Tek asamali 8 GB 8 GB 64 GB
16 GB 16 GB 128 GB
RDIMM
Cift asamali 32 GB 32 GB 256 GB
64 GB 64 GB 512 GB
128 GB 128 GB 1024 GB
LRDIMM Dort agamali
256 GB 256 GB 2048 GB
Intel Optane PMem 200 128 GB 128 GB 512 GB
Serisi Tek asamali
ersi 256 GB 256 GB 1024 GB
Tablo 7. Bellek modiilii soketleri
Bellek modiilii soketleri Hiz
8, 288 pimli 3200 MT/sn

Tablo 8. islemci yapilandirmalari icin desteklenen Intel Optane PMem 200 Serisi

Yapilandirm | Aciklama Bellek yerlestirme kurallari
a
RDIMM'ler LRDIMM Intel Optane PMem 200
Serisi
Yapilandirma 1 | 4 x RDIMM, 4 x islemci1 {A1, A2, A3, A4} - islemcil {A5, AB, A7, A8}
Intel Optane PMem
200 Serisi

4 x LRDIMM, 4 x
Intel Optane PMem
200 Serisi

islemcil {A1, A2, A3, Ad}

islemcil {AB5, AB, A7, A8}

Yapllandirma | 6 x RDIMM, 1x Intel
2 Optane PMem 200
Serisi

islemcil {A1, A2, A3, A4, A5,
A6}

islemci1 {A7}

6 x LRDIMM, 1 x
Intel Optane PMem
200 Serisi

islemci1 {A1, A2, A3, Ad, A5, AB)

islemci1 {A7}

®| NOT: Bellek DIMM yuvalari ¢aligirken takilabilir degildir.

Depolama denetleyicisi ozellikleri.

Tablo 9. PowerEdge XR11 depolama denetleyicisi 6zellikleri

ic denetleyiciler

Harici denetleyiciler

PERC H755
PERC H345*
PERC H355*
HBAZ55I
3160

M.2 SSD

Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x

e PERC H840
o HBA3Z5be
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@l NOT: * H355'in 21 Aralik'tan itibaren H345'in yerini alacagini gdsterir.

Surucu ozellikleri

PowerEdgeXR11sistem, 4 x 2,5 in¢SAS, SATA veya NVMe SSD surtcdlerini destekler.
@l NOT: Termal kisitlama nedeniyle Samsung PM1725B/PM1735 ve Kioxia CD6/CM6 NVMe surlculeri desteklenmez.

@l NOT: NVMe suriictleri, Yikseltici 1A'l Onden Eriilen yapilandirmalarda desteklenmez.

Baglanti noktalari ve konektorlerin ozellikleri

USB baglanti noktalarinin 6zellikleri

Tablo 10. Arkadan Erisilebilen yapilandirma icin PowerEdge XR11 USB baglanti noktalari 6zellikleri

On Arka Dahili
USB baglanti Yuva noktalarinin USB baglanti Yuva noktalarinin USB baglanti Yuva noktalarinin
noktasi sayisi noktasi sayisl noktasi sayisi
USB 2.0 uyumlu Bir USB 2.0 uyumlu Bir Dahili USB 3.0 Bir
baglanti noktasi baglanti noktasi uyumlu baglanti
noktasi.
IDRAC Directigin | Bir USB 3.0 uyumlu Bir
Micro-USB 2.0 ile baglanti noktalari
uyumlu baglanti
noktasl

Tablo 11. Onden Erisilebilen yapilandirma icin PowerEdge XR11 USB baglanti noktalarinin teknik 6zellikleri

On Dahili

USB baglanti noktasi Yuva noktalarinin sayisi USB baglanti noktasi Yuva noktalarinin sayisi
USB 2.0 uyumlu baglanti Tek Dahili USB 3.0 uyumlu baglanti | Bir
noktasl noktasl
USB 3.0 uyumlu baglanti Bir
noktalari
IDRAC Direct igin Micro-USB | Bir
2.0 ile uyumlu baglanti noktasi

@l NOT: Dahili USB baglanti noktasi Yukseltici 1B'de mevcuttur ve USB bellek anahtari desteklenir.

@l NOT: USB bellek anahtari

GPU ozellikleri

Yikseltici 1A'da desteklenmez.

PowerEdgeXR11sistem en fazla 2 adet 70 W (Tek Genislikli) GPU'yu destekler.

Seri konnektor ozellikleri

PowerEdge XR11 sistem, bir adet 9 pimli konnektér destekler; Veri Terminali Ekipmani (DTE) 16550 uyumlu seri konnektér Arkadan
Erisilebilen yapilandirmanin arkasinda ve Onden Erisilebilen yapilandirmanin éntinde yer alir.

Teknik 6zellikler




NIC baglanti noktasi 6zellikleri

PowerEdge XR11 sistemi 4x 25GbE SFP+ saglayan 4 yerlesik LOM baglanti noktasini destekler. Bu baglanti noktalar 10GbE ve 25GbE
destekler.

Ayrica 1GbE destegi saglayan adanmig bir iDRAC ydnetim baglanti noktasi da vardir.

VGA baglanti noktasi 6zellikleri

PowerEdge XR11 sistem, Arkadan Erisilebilen yapilandirmanin arkasinda bir DB-15 Video Grafik Dizisi (VGA) baglanti noktasini ve Onden
Erisilebilen yapilandirmanin éniinde bir DB-15 VGA baglanti noktasini destekler.

Video ozellikleri

PowerEdge XR11 sistem 16 MB video gerceve arabellekli timlesik Matrox G200 grafik denetleyicisini destekler.

Tablo 12. Sistem icin desteklenen video ¢oziiniirliigii secenekleri

Resolution (Coziiniirlik) Yenileme hizi (Hz) Renk derinligi (bit)
1024 x 768 60 8,16, 32
1280 x 800 60 8,16, 32
1280 x 1024 60 8,16, 32
1360 x 768 60 8,16, 32
1440 x 900 60 8,16, 32
1600 x 900 60 8,16, 32
1600 x 1200 60 8,16, 32
1680 x 1050 60 8,16, 32
1920 x 1080 60 8,16, 32
1920 x 1200 60 8,16, 32

Cevre ozellikleri

PowerEdge XR11 sistemi su gevre kategorilerinde calisir: ASHRAE A2/A3/A4 ve Guglendirilmis.
@ NOT: Cevre sertifikalariyla ilgili ek bilgi icin Uriin Cevresel Veri Sayfasi'na bakin. Bu belgeyi www.dell.com/support/home konumundaki
Belgeler > Mevzuat Bilgileri'nde bulabilirsiniz.

Tablo 13. ASHRAE A2 icin siirekli calisma teknik 6zellikleri

izin verilen siirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) ylkseklik igin sicaklik Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 10 ila 35°C (50 ila 95°F)
araligi

Nem ylzdesi aralidi (her zaman yogunlagsmayan) -12°C minimum yogusma noktaslyla %8 badil nem ve 21°C (69,8°F) maksimum
yogusma noktaslyla %80 bagil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/300 m (33,8°F/984 fit)
oraninda dusurdldr.
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Tablo 14. ASHRAE A3 icin siirekli calisma teknik 6zellikleri

izin verilen siirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik
aralig

Ekipman dogrudan gunes isigina maruz kalmadan 5-40°C (41-104°F).

Nem yUzdesi aralidi (her zaman yogunlagsmayan)

-12°C minimum yogusma noktasiyla %8 bagdil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %85 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/175 m (33,8°F/574 fit)
oraninda dusuraldr.

Tablo 15. ASHRAE A4 icin siirekli calisma teknik 6zellikleri

izin verilen siirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik igin sicaklik
araligi

Ekipman dogrudan guines isigina maruz kalmadan 5-45°C (41-113°F).

Nem ylzdesi aralidi (her zaman yogunlagmayan)

-12°9C minimum yogusma noktaslyla %8 bagil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %90 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) Gzerinde 1°C/125 m (33,8°F/410 fit)
oraninda dasurdldr.

Tablo 16. Giiclendirilmis icin siirekli calisma teknik 6zellikleri

izin verilen siirekli calisma

<= 900 metre (<= 2953 fit) yikseklik icin sicaklik
araligi

Ekipman dogrudan giines 1sigina maruz kalmadan (-5)-55°C (23-131°F)

Nem yizdesi aralidi (her zaman yogunlasmayan)

-12°C minimum yogusma noktaslyla %8 badil nem ve 24°C (75,2°F) maksimum
yogusma noktaslyla %90 badil nem arasi

Calisma yUksekligi orani azalmasi

Maksimum sicaklik 900 m (2953 fit) tzerinde 1°C/80 m (33,8°F/410 fit)
oraninda dasurdldr.

Tablo 17. ASHRAE A2, A3, A4 ve Giiclendirilmis icin ortak cevresel 6zellikler

izin verilen siirekli calisma

Maksimum sicaklik gecisi (calisma ve galisma digi igin
gegerlidir)

Bir saatte* 20°C (36°F) ve 15 dakikada 5°C (41°F), bant i¢in bir saatte 5°C

(41°F)

@ NOT: * - Bant donanimi igcin ASHRAE termal ydnergeleri uyarinca bunlar anlik
sicaklik degisiklik oranlari degildir.

Calisma disi sicaklik sinirlari

-40 ila 65°C (-104 ila 149°F)

Calisma digi nem limitleri

270C (80,6°F) maksimum nem noktaslyla %5 ila 95 bagim nem.

Maksimum calisma digi yUkseklik

12.000 metre (39.370 fit)

Maksimum galisma ytksekligi

3048 metre (10.000 fit)

Tablo 18. Sistem icin maksimum titresim 6zellikleri

Maksimum titresim

Ozellikler

Calisma MIL-STD-810H, Yontem 514.8, 1.04 Grms, 2-500 Hz, Rastgele Titresim, Sekil
514.8D-M1
Depolama e MIL-STD-810H, Yontem 514.8, Kategori 4, Sekil 514.8C-2, 10-500 Hz, 60

dakika/eksen
e MIL-STD-810H, Yontem 514.8, Kategori 24, Sekil 514.8E-1, 20-2000 Hz, 60
dakika/eksen

Teknik 6zellikler 1"



Tablo 19. Sistem icin maksimum sarsinti darbesi 6zellikleri

Maksimum sarsinti darbesi Ozellikler
Calisma e MIL-STD-810H, Yéntem 516.8, Prosedur |, 11 ms, 20G
e MIL-STD-810H, Yéntem 516.8, Prosedtr |, 11 ms, 40G (SSD)
Calisma (Donanma) Onaylanmis askeri transit kutusunda MIL-DTL-901E, Seviye A, Sinif 2, Tip A
Depolama e MIL-STD-810H, Yéntem 516.8, Proseddur I, 11 ms, 40G (SSD ile)

o MIL-STD-810H, Yontem 516.8, Prosedir |, 11 ms, 40G

Partikul ve gaz kirliligi teknik o6zellikleri

Asagidaki tablo, herhangi bir ekipmanin zarar gérmesini veya partikil ve gaz kirliliginden kaynaklanan arizalari énleyen sinirlamalari
tanimlamaktadir. Partiktl veya gaz kirliligi seviyeleri belirtilen sinirlamalari asarsa ve ekipmanin hasar gérmesine veya arizalanmasina neden
olursa, gevre kosullarini diizeltmeniz gerekebilir. Cevresel kosullarin iyilestiriimesi musterinin sorumlulugundadir.

Tablo 20. Partikiil kirliligi teknik degerleri

Partikiil kontaminasyonu Ozellikler

Hava filtreleme %95 Ust guvenlik siniryla ISO 14644-1 uyarinca ISO Sinif 8 ile
tanimlanan veri merkezi hava filtrasyonu.

@ NOT: Bu kosul yalnizca veri merkezi ortamlari igin gegerlidir.
Hava filtreleme gereksinimleri, veri merkezi diginda kullanim igin
tasarlanmig BT ekipmani, ofis veya fabrika gibi ortamlar igin
gecerli degildir.

@ NOT: Veri merkezine giren havanin MERV11 veya MERV13
filtrelemesi olmalidir.

Havada iletken toz, ¢inko teller veya diger iletken parcaciklar

iletken toz
bulunmamalidir.
@ NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gegerlidir.
Asindirici toz e Havada agindirici toz bulunmamalidir.

e Havadaki toz kalintisinin havadaki nem ile eriyebilme noktasi
%60 bagil nemden az olmalidir.

NOT: Bu kosul, veri merkezi ortamlari ve veri merkezi olmayan
ortamlar igin gegerlidir.

Tablo 21. Gaz kirliligi teknik degerleri

Gaz icerikli kirlenme Ozellikler

Bakir Parga Asinma Orani <ANSI/ISA71.04-2013 ile tanimlanan bigimde Sinif G1 bagina ayda
300 A

GUmusg Parga Asinma Orani ANSI/ISA71.04-2013 tarafindan tanimlandigi sekilde <200 A/ay.

®| NOT: Maksimum asindirici kirletici dizeyleri <%50 bagil nemde 6lgUimustur.

Rugged sertifikalar: ve teknik 6zellikleri

PowerEdge XR1, ¢zel yapilandirmalarla 55 ©C'ye kadar olan guglendirilmis ortam alanini destekler. Bu yapilandirmalar Telekom (veya
Telco) ile Askeri endUstriler igin ayarlanmistir, dolayisiyla 55°C olan maksimum sicaklik gereksinimini karsilamanin yani sira Endistriye 6zgu
standartlara da uyar. Telco yapilandirmalari, GR-63 ve GR-1089 Telcordia teknik 6zelliklerinde agiklanan NEBS gereksinimleri igin test
edilecektir. Askeri yapilandirmalar MIL-STD-810H, MIL-DTL-901E ve MIL-STD-461G igin test edilecektir.

12 Teknik 6zellikler



Tablo 22. Rugged Sertifikalari ve Teknik Ozellikleri

Sertifikasyonlar

Ozellikler

Calisma sicakliklari

-5°C - 56°C

MIL 810H Yontemi 501.7 Prosedurl uyarinca 55°C'de surekli galisma
MIL 810H Yéntemi 502.7 Proseduri uyarinca -5°C'de surekli calisma

Calisma Soku

MIL-STD-810H, Yontem 516.8, Prosedir I, 11 ms, 40G (SSD)

Calisma Soku (Donanma)

Onaylanmig askeri transit kutusunda MIL-DTL-901E, Seviye A, Sinif 2, Tip A

Calisma Disi Soku

MIL-STD-810H, Yéntem 516.8, Prosedir V, 11 ms, 40G (SSD ile)

Calisma Titresimi

ile)

MIL-STD-810H, Yontem 514.8, 1.04 Grms, 2-500Hz, Rastgele Titresim, Sekil 514.8D-11 (SSD

Calisma Digi Titresimi

eksen

SSD ile

MIL-STD-810H, Yontem 514.8, Kategori 4, Sekil 514.8C-2, 5-500 Hz, SSD ile 60 dakika/

MIL-STD-810H, Yontem 514.8, Kategori 24, Sekil 514.8E-1, 20-2000 Hz, 60 dakika/eksen

Calisma Yiiksekligi

Hava nakliyesi) 15.000 fit

MIL-STD-810H, Yontem 500.6, Prosedir Dengelenme sonrasinda 1 saat boyunca Il (Calisma,

Calisma Disi Yiikseklik

nakliyesi), 40 Kft

MIL-STD-810H, Yontem 500.6, Prosedir Dengelenme sonrasinda 1 saat | (Depolama, Hava

iletken/Radyoaktif Bagisiklik

MIL-STD-461G

Kum ve Toz (filtrelenmis cerceve ile
test edildi)

saat, (Mevsim Kategorisi A1)

MIL-STD-810H, Yontem 510.7, Prosedlr |, 25°C'de toz pUskurtme, 6 saat ve 49 © C'de ek 6

MIL-STD-810H, Yéntem 510.7, Prosedur Il, 49 © C'de kum puskirtme (Mevsim Kategorisi A1)
29 m/sn pencere hizi, 2,2 g/m3 kum yogunlasmasi, 6 saat

NEBS Diizey 3

GR-63-CORE ve GR-1089-CORE

Termal kisitlama matrisi

Tablo 23. islemci ve fanlar icin termal kisitlama matrisi

Yapilandirma / islemci TDP

Cerceve filtresiyle Onden ve
Arkadan Erisilebilen yapilandirma

Maksimum Ortam Sicakhg:

105 W VHP fani 55°C
Std. HSK

120 W VHP fani 55°C
Std. HSK

135 W VHP fani 550C
Std. HSK

140 W VHP fani 55°C
Std. HSK

150 W VHP fani 55°C
Std. HSK

165 W VHP fani 35°C
Genigletilmis HSK

185 W VHP fani 35°C
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Tablo 23. islemci ve fanlar icin termal kisitlama matrisi (devami)

Yapilandirma / i§lemci TDP Cerceve filtresiyle Onden ve Maksimum Ortam Sicakhig:

Arkadan Erisilebilen yapilandirma

Genigletilmis HSK

205 W VHP fani 35°C

Genigletilmis HSK

225 W VHP fani 35°C

Genigletilmis HSK

Tablo 24. Etiket referansi

Etiket Aciklama

VHP fani Cok Yuksek Performansli fan
Std. Standart

Genigletilmig Genigletilmis

HSK s emici

Arkadan Erisilebilen yapilandirmada ASHRAE A3 icin termal kisitlama

50C'nin altinda ilk galigtirma yapmayin

150 W veya daha buytik islemci TDP desteklenmez.

128 GB veya daha yUksek kapasiteli DIMM'ler ve Intel Optane PMem 200 Serisi desteklenmez.
Dell onayli olmayan gevre birimi kartlar desteklenmemektedir.
GPU desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

BOSS M.2 desteklenmez.

Yiksek sicaklik 6zelligi 85°C olan etkin optik kablolar gerekir.
Pille PERC adaptéri desteklenmez.

NVMe sUrtcisu desteklenmez.

CX-6 100GB NIC karti desteklenmez.

SAS SSD desteklenmez.

Arkadan Erisilebilen yapilandirmada ASHRAE A4 icin termal kisitlama

5°C'nin altinda ilk calistirma yapmayin

150 W veya daha byiik islemci TDP desteklenmez.

128 GB veya daha yUksek kapasiteli DIMM'ler ve Intel Optane PMem 200 Serisi desteklenmez.
Dell onayli olmayan ¢evre birimi kartlari desteklenmemektedir.
GPU desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

BOSS M.2 desteklenmez.

Yiksek sicaklik 6zelligi 85°C olan etkin optik kablolar gerekir.
Pille PERC adaptori desteklenmez.

NVMe surticust desteklenmez.

CX-6 100GB NIC karti desteklenmez.

SAS SSD desteklenmez.

Arkadan Erisilebilen yapilandirmada Guclendirilmis icin termal kisitlama
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50C'nin altinda ilk galigtirma yapmayin
150 W veya daha buytik islemci TDP desteklenmez.
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128 GB veya daha yUksek kapasiteli DIMM'ler ve Intel Optane PMem 200 Serisi desteklenmez.
Yedekli modda iki PSU gereklidir. PSU arizasi olmasi durumunda sistem performansi disebilir.
Dell onayli olmayan gevre birimi kartlari desteklenmemektedir.

GPU desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

BOSS M.2 desteklenmez.

Yiksek sicaklik 6zelligi 85°C olan etkin optik kablolar gerekir.

Pille PERC adaptort desteklenmez.

NVMe slrlcUsU desteklenmez.

CX-6 100GB NIC karti desteklenmez.

SAS SSD desteklenmez.

Onden Erisilebilen yapilandirmada ASHRAE A3 icin termal kisitlama

50C'nin altinda ilk galistirma yapmayin

150 W veya daha buyiik islemci TDP desteklenmez.

128 GB veya daha yUksek kapasiteli DIMM'ler ve Intel Optane PMem 200 Serisi desteklenmez.
Dell onayli olmayan ¢evre birimi kartlari desteklenmemektedir.

GPU desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

480 GB'tan buytk BOSS M.2 desteklenmez.

NVMe slrlcUsU desteklenmez.

SAS SSD desteklenmez.

Onden Erigilebilen yapllandirmada ASHRAE A4 icin termal kisitlama

50C'nin altinda ilk galistirma yapmayin

150 W veya daha byiik islemci TDP desteklenmez.

128 GB veya daha yUksek kapasiteli DIMM'ler ve Intel Optane PMem 200 Serisi desteklenmez.
Dell onayli olmayan gevre birimi kartlari desteklenmemektedir.

GPU desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

480 GB'tan buytk BOSS M.2 desteklenmez.

NVMe slrlclsU desteklenmez.

SAS SSD desteklenmez.

Onden Erisilebilen yapilandirmada Giiclendirilmis icin termal kisitlama

50C'nin altinda ilk galistirma yapmayin

150 W veya daha biyiik islemci TDP desteklenmez.

128 GB veya daha yUksek kapasiteli DIMM'ler ve Intel Optane PMem 200 Serisi desteklenmez.
Dell onayli olmayan ¢evre birimi kartlari desteklenmemektedir.
GPU desteklenmez.

PCle SSD desteklenmez.

480 GB'tan biytk BOSS M.2 desteklenmez.

NVMe surticust desteklenmez.

SAS SSD desteklenmez.

35°C ortamda Hynix PES8010 NVMe SSD desteklenmez.

Pille PERC adaptori desteklenmez.

Diger Termal Kisitlamalar

Bos yuvalar icin DIMM kapaklari gereklidir.
Bos yuvalar icin HDD kapaklari gereklidir.

Teknik 6zellikler

15



e Bos yuva 1'de PCle kapagi gereklidir.
e 150 W veya daha bulyilk islemci TDP, Yiikseltici 1A yapllandirmalarinda desteklenmez.
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